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Abschirmgewebe Cuprotect®

Hocheffiziente Cuprotect® Abschirmsysteme gegen technische Strahlung

Cuprotect® ABSCHIRMSYSTEME

Die Cuprotect® Abschirmsysteme bestehen komplett aus
hochwertigen Kupfermaterialien und garantieren hichste
Schirmddmpfungseigenschaften und lange Haltbarkeit.

Sie werden seit 2001 gegen Elektrosmog im privaten und
gewerblichen Wohnungsbau sowie beim Industrie-, Kraft-
werks- und Schiffsbau im Sicherheitsbereich eingesetzt.
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Priifgutachten EMCC Dr. Rasek, Ebermannstadt, MIL-STD 188-125
(1) 28.9.2005,100 kHz - 3 GHz  (2) 31.7.2008, 100 kHz - 6 GHz  (3) 6.3.2009, 100 kHz - 18 GHz
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Cuprotect®-PATENTE

Fiir die Hochfrequenzabschirmung und die
Verbindungstechnik mit Cuprotect®-Produkten
ist Patentschutz erteilt:

+ Deutsches Patentamt DE102005023344A1

« Europdisches Patentamt EP 1725088

+ US Patentamt US2007084631A1

Ein weiteres Patent zur Hochfrequenzabschir-
mung mit Siebhiilse wurde beim Europdischen
Patentamt unter dem AZ 07 019 248 beantragt.
Die patentierten Verbindungstechniken mit
vorgefalzten Cuprotect®-Bahnen ermdglichen
als Einzige eine hochfrequenzdichte und
homogen leitfdhige, abgeschirmte Fldche.

Europaisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

European patent Mo. 1 ?25088
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Cuprotect® TECHNISCHE DATEN (Artikel-Nr. CUP00OT)

Elektrische Leitfahigkeit: | <1 mOhm/m Material: CU-58 unlackierter feinmaschiger Kupferdraht
Elektrischer Widerstand: | <1 mOhm = 0,001 Ohm Materialdicke: CUS-Gewebe 0,3 mm (Werte Al+Cu kommen)
Spezifischer Widerstand: | 0,0175 Mape: B120mxL25m=30m?

Spezifischer Leitwert 57 Verarbeitungsbreite: ca. 112 m; Bahnen

Schmelztemperatur: 1083 °C beidseitig ca. 40 mm vorgefalzt fiir Kappnaht
Brandschutzklasse: Al nichtbrennbarer Baustoff - DIN 4102-4:1994 Flachenfaktor: Al

Mindest-Abnahmemenge | 1Rolle a 30 gm = 25 Ifdm Verschnittzuschlag: 5-20% je nach Verarbeitungsweise

Lieferung frachtfrei in Deutschland zuziiglich Mwst. und Verpackungskosten. Offene Fldche: 53% CUS (A1+Cu kommen noch

Ein Erdungsset Wand / Fupboden befindet sich im Pappkern jeder Geweberolle. Mindest-Abnahmemenge | 1Rolle a 30 gm = 25 Ifdm
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SHIELDING SYSTEMS GMBH

Cuprotect Shielding Systems GmbH
Geschaftsleitung: Wolfgang Kessel

Am Bargfeld 15

22941 Bargteheide

Tel. +49(0) 4532 | 6679
Fax +49(0) 4532 | 5934
kessel@cuprotect.de

www.cuprotect-abschirmsysteme.de



VIELSEITIGE EINSATZ- UND VERARBEITUNGSBEREICHE VON CUPROTECT®
+ Holzstdnderbau & Dachbereich (Steildach) - Fussboden: in Estrich, Spachtel oder Heifbitumen
« In Trockenbauweise in Fassade, Wand und Fupboden - Im Drainagebereich und Fundament
+ Flachdach: in Heifbitumen oder Spachtelmasse « In Fensterrahmen & Tiiren mit Wandanbindung
+ Im Fassadenbereich zum Einarbeiten in AuBenputze, « Im Schiffs- und Flugzeugbau
Vollwdrmeschutz & WDVS + Fir industrielle und wissenschaftliche Sicherheitsbereiche
- Innenwénde: Einbetten in Spachtelmasse / Innenputze » Schirmkammern

ANWENDUNGSBEISPIELE

/ .

Fassadenabschirmung in
Heipbitumen

Fassadenabschirmung in Putz

Fassadenabschirmung Fassadenabschirmung Trockenbau Fussbodenabschirmung in Spachtel ~ Fenster- & Tiirrahmen
im WDV-System

PATENTIERTE KAPPNAHT-VERBINDUNG

Die ungefalzten Enden der langs vorgefalzten, zugeschnittenen Bahnen 4 cm breit vorfalzen Die Falze der Bahnen nach der patentierten Kappnaht-Technik ineinander hdngen,
und die Eckstiicke 4x4 cm aus der Bahn ausschneiden. Die Falze der linken Lingsseite und sorgféltig flachdriicken und mindestens alle 5 cm mit dem Luftdruckhefter heften,
der oberen Breitseite nach unten klappen die Falze der rechten Langsseite und der unteren im Uberlappungsbereich von 4 Bahnen zweimal tackern. Nach diesem System weiter
Breitseite nach oben klappen. Alle Bahnen nach diesem Prinzip vorbereiten. verfahren. (Siehe auch Datenblatt Kappnaht)
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HEFTEN DER KAPPNAHT ERDUNG SICHERHEITSHINWEIS

Die Kappndhte werden mit dem Luftdruckhefter geheftet. Vor der Untergrundvorbereitung sind die die Anschlisse an
Sicherheitsbekleidung! Nur mit Schutzbrille und geeigneten die Erdung herzustellen. Die erste Bahn muss schon mit in den Z U M PERSO N ENSC H UTZ

Arbeitshandschuhen (Antivibrationshandschuh) arbeiten. Potentialausgleich eingebunden werden (Personenschutz!).

Achtung: Das beigefiigte Erdungsset
muss von einer Elektrofachkraft vor
der Erstellung der Abschirmflache
fachgerecht installiert werden; eine

Verbindung der ersten Bahn zum Potentialausgleich
ist herzustellen. Die ,,Richtlinien fiir die Elektrofach-
kraft zur Erdung der Cuprotect® Abschirmgewebe;
Stand 10-2007" sind zu beachten.

Erdungsset Wand/FuBboden nach DIN VDE
fiir das Einbeziehen der Abschirmebene
in den Potentialausgleich mit leitwert-
gleichen Materialien.




